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Experimentelle Charakterisierung thermoplastischer
Kunststoffe bei groRen Deformationen

Motivation

Simulation von Umformprozessen an thermoplastischen
Kunststoffen erfordert Kenntnis des Materialverhaltens
Uber weiten Temperaturbereich (von Raumtemperatur
bis Uber Glasubergangstemperatur) bei groRen Defor-
mationen

Gegenstand der Arbeit

Experimentelle Ermittlung des wahren Spannungs-
Dehnungs-Verhaltens von PMMA (,Plexiglas*“) mit Hilfe
optischer Messung lokaler Verzerrungen basierend auf
Grauwertkorrelation (System Limess)
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Schematischer Aufbau

Priifstand

Probekérper mit Specklemuster

Experimentelle Untersuchungen

Zug- und Entlastungsversuche an PMMA bei unterschiedlichen Temperaturen und Dehnraten

£=01/s .
£=0,01/s

70 e 70 | b

U e . =001/
_ —s0c - —0C —%
= — 100 B -

£ s0°C e

I —ose 2 st —woe e
v —10c v — 105 e —
¥ —120°C -
H | £ — 100
[y Fas. 5w
Y g

04 05 06

(garithmische Dehnung ¢ ]

steigende Temperatur & fallende Dehnrate

04 05 06
logarithmische Dehnung €%,

03

logarithmische Dehrung e[

« Abnahme der FlieBspannung
« Sinken des E-Moduls

Dehnrate wirkt sich umgekehrt zur Temperatur
auf mechanisches Verhalten aus
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Materialmodell und Parameteranpassung

Modellgleichungen (Boyce '88) Spannungs-Dehnungs-Kurven aus Messdaten und angepasstem Materialmodell

Elastizitatsgesetz:
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plastische Dehnrate: Verfestigung (Neo-Hooke):
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